@ BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND 




DEUTSCHES 
PATENTAMT 



^Offenlegungsschri 

® DE 3633565 A1 



fAktenzeichen: 
Anmeldetag: 
Offenlegungstag: 



P 36 33 565.7 
2. 10.86 
7. 4.88 



(§)lnt. CI.*: 

H 05 K 3/30 

H 05 K 3/32 
H 05.K 3/34 
// H05K 1/03, 
G09F 9/35 



u> 

CO 

u> 

CO 
CO 
CO 
CO 

u 

o 



@ Anmelder: 

Licentia Patent-Verwaitungs-GmbH, 6000 Frankfurt, 
DE 



@ Erfinder: 

Bader, Otto, Dipl.-Phys., 7950 Biberach, DE; Wiemer, 
Wolfram, Dr.rer.nat., 7906 Blaustein, DE 



@ Verfahren zum Aufbringen von IC's auf ein Substrat aus tsoliermaterial 

Zum Aufbringen und Kontaktieren von ICs auf ein mit Lei- 
terbahnen versehenes Substrat wird vorgeschlagen, zusatz- 
lich eine flexible Versorgungsleitung aufzubringen und dann 
die AnschluSfahnen der ICs mit den Leiterbahnen des Sub- 
strats mittels Drucks und eines nichtlieitenden Klebers und 
mit den Leiterbahnen der Versorgungsleitung durch Loten 
elektrisch und mechanisch zu verbinden. 
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1. Verfahren zum Aufbringen von ICs auf ein mit 
Leiterbahnen versehenes Substrat aus Isoliermate- 
rial zum elektrischen Verbinden flexibler An- 5 
schluBfahnen der ICs mit den Leiterbahnen auf 
dem Substrat und zum Anbringen einer flexiblen 
VersorgungsJeitung an dem Substrat, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die als Leiterbahnenfolie (Flex- 
folie) ausgebildete Versorgungsleitung derart auf 10 
das Substrat aufgekJebt wird, daB ihre Leiterbah- 
nen zumindest teilweise frei zugangiich sind. daB 
dann die ICs derart aufgebracht werden, daB ihre 
AnschluBfahnen auf zugeordneten Leiterbahnen- 
abschnitten des Substrats und der Fiexfolie des 15 
Substrats einerseits und der Versorgungsleitung 
andererseits zu liege n kommen und daB dann die 
Befestigung der ICs und die elektrische Verbin- 
dung zwischen den AnschluBfahnen der ICs und 
den zugeordneten Leiterbahnenabschnitten vorge- 20 
nommen wird 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Befestigung der ICs und deren 
AnschluBfahnen zumindest auf den zugeordneten 
Leiterbahnenabschnitten des Substrats durch Kle- 25 
ben mittels eines elektrisch nichtleitenden Klebers 
erfolgt 

3. Verfahren nach Anspruch 2. dadurch gekenn- 
zeichnet. daB die Aushartung des nichtleitenden 
Klebers bei gleichzeitigem Andrucken der An- 30 
schluBfahnen der ICs auf die zugeordneten Leiter- 
bahnenabschnitte erfolgt. 

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Befestigen der 
AnschluBbahnen der ICs auf den zugeordneten 35 
Leiterbahnenabschnitten der Fiexfolie durch Loten 
erfolgt 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Versorgungslei- 
tung zumindest an ihrem einen Ende mit einer Kon- 40 
taktierungsvorrichtung, wie Stecker oder dgU ver- 
sehen wird. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB als Substrat eine 
Deckplatte, insbesondere ein uberstehender Tell ei- 45 
ner Deckplatte des Flachdisplays, insbesondere ei- 
ner Flussigkristallanzeigezelle. verwendet wird. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6. 
dadurch gekennzeichnet, daB als Substrat eine 
Glasplatte verwendet wird. 50 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Klebcn und das 
Loten in einem Arbeitsgang vorgenommen wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein Werkzeug mit Lot- und Druck- 55 
stempeln verwendet wird. 

Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum eo 
Aufbringen von ICs auf ein Substrat aus Isoliermaterial 
nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1. 

Es ist bereits bekannt. ICs mit flexiblen Leiterfahnen 
zu versehen und diese an Leiterbahnen eines Substrats 
festzuloten oder mittels eines leitfahigen Klebers festzu- 65 
kleben. Es ist weiter bekannt. isolierende Substrate mit 
flexiblen Leiterbahnenfolien. sog. Flexfolien, zu verse- 
hen, die als Versorgungs- oder Verbindungslettungen 



dienen und mit Stecl^Pbder dgl. versehen sind. 

Es ist weiter vorgeschlagen worden, elektrische 
Schaltkreise, wie ICs, mit flexiblen Leiterfahnen zu ver- 
sehen und diese Leiterfahnen mit Leiterbahnen auf ei- 
nem Isoliersubstrat mittels eines nichtleitenden Klebers 
bei Anwendung von Druck zu verbinden. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zu- 
grunde, ein einfach handhabbares Verfahren anzuge- 
ben, mit welchem auf einem Substrat Kontaktierungen 
und Befestigung eines ICs moglich sind und gleichzeitig 
die Verbindungen zu einer flexiblen Leiterbahnenfolie 
vorgenommen werden. 

Diese Aufgabe wird durch die im Kennzeichen des 
Patentanspruchs 1 angegebenen Merkmale gelost. 

Eine bevorzugte Anwendung des beschriebenen Ver- 
fahrens wird bei der Kontaktierung und Aufbringung 
von ICs und flexiblen Leiterbahnenfolien auf ein Sub- 
strat, insbesondere aus Glas, gesehen, das Teil einer 
Fliissigkristallzelle ist 

Anhand der in den Fig. 1 bis 5 dargestellten bevor- 
zugten Ausfuhriingsbeispiele wird nachfolgend die Er- 
findung naher erklart. Die Fig. 1 bis 4 zeigen schema- 
tisch im Querschnitt einzelne Verfahrensschritte des er- 
findungsgemaBen Verfahrens und die Fig. 5 schema- 
tisch eine Aufsicht auf eine erfindungsgemaB hergestell- 
te. mit ICs und Versorgungsleitung versehene Flussig- 
kristall-Anzeigevorrichtung, Gleiche Telle sind in den 
Figuren mit gleichen Ziffern bezeichnet 

Eine Flussigkristallanzeigezelle mit beispielsweise 
drei numerischen Anzeigefeldern 16 besteht aus den 
beiden Deckplatten 1 und 13, bevorzugt aus Glas, zwi- 
schen welchen sich die Fliissigkristallschicht 14 befindet 
Mittels eines Rundumverschlusses 15, z. B, aus Kleber 
oder Glaslot, ist die Flussigkristallschicht 14 an ihrem 
Umfang begrenzt Die eine Deckplatte 1 ist bevorzugt 
grSBer als die andere Deckplatte 13, Ihr uberstehender 
Teil dient zur Aufnahme der ICs und der Zuleitungen. 

Die Fig. 1 zeigt einen Ausschnitt einer solchen FK- 
Zelle. Auf dem uberstehenden Teil des Substrats 1 be- 
finden sich aus dem Inneren der FK-Zelle herausgefuhr- 
te Leiterbahnen 2, die z. B. aus einem Indium-Zinnoxyd- 
belag in bekannter Weise bestehen. 

Fig. 2 zeigt den uberstehenden Teil des Substrats 1, 
auf den nun in einigem Abstand von den Leiterbahnen 2 
eine flexible Leiterbahnfolie 3 so aufgeklebt ist, daB ihre 
Leiterbahnen 4 nach oben zeigen und somit kontaktier- 
bar sind, z. B. durch Kleben oder insbesondere durch 
Loten. 

Als nachste Schritt zeigt die Fig. 3 die aufgebrachte 
Kleberschicht 5. Da sie aus einem nichtleitenden, also 
weitgehend isolierenden Kleber besteht, kann sie belie- 
big groBflachig durch Spruhen, Pinsein oder Drucken 
aufgebracht werden, ohne daB auf die Leiterbahnen 2 
Rucksicht genommen werden muBte. Die Leiterbahnen 
4 auf der Fiexfolie 3, die bevorzugt zum Loten vorgese- 
hen sind, sollen nicht mit diesem Kleber bedeckt sein, 
Als Kleber wird zweckmaBig ein solcher verwendet, der 
durch zusatzliche Energiezufiihrung, wie 
UV-Strahlung-, IR-Strahlung oder ahnliche, beschleu- 
nigt aushartbar ist 

Auf das mit dem noch weichen Kleber versehene 
Substrat 1 wird nun, wie in Fig. 4 dargestellt, der oder 
die ICs aufgebracht, und zwar in solcher Position, daB 
dessen flexible AnschluBfahnen oder AnschluBband- 
chen 7, 71 auf die zugeordneten Leiterbahnen 2 und 4 zu 
liegen kommen. Die AnschluBbandchen 7 werden nun 
mittels kombinierten Lot-Druckwerkzeugen 8, 81 an 
den gewunschten Stellen so fest auf die Leiterbahnen 2 
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auf dem Substrat 1 angedruckv^n dazwischen der ICIe- 
ber weitgehend herausgequetscht wird. Bei anhalten- 
dem Druck der AnpreBwerkzeuge 8 wird nun der Kle- 
ber 5 ausgehartet, z. B. durch UV-Bestrahlung, wodurch 
der hergestellte elektrische Kontakt zwischen den An- 5 
schluBbandchen 7 des ICs und den Leiterbahnen 2 fi- 
xiert wird. Gleichzeitig werden auch die auf den Leiter- 
bahnen 4 der Flexfolie 3 aufiiegenden AnschluBband- 
chen 71 der ICs 6 angedriickt und mittels der Stempel 
81 des Kombiwerkzeuges an die Leiterbahnen 4 angeld- 10 
tet. Das Kleben und Loten erfolgt also bevorzugt in 
einem Arbeitsgang. Wenngleich bei der Klebekontak- 
tierung mil einem nichtleitenden Kleber gegebenenfalls 
kein rein ohmscher Kontakt erzielt wird, so entsteht 
zumindest ein guter kapazitiver Kontakt, der wie sich 15 
zeigte, zum Betrieb einer FK-Ze!le vollig ausreicht 

Gegebenenfalls kann auch die Verbindung zwischen 
den Leiterbandchen 71 der ICs und den Leiterbahnen 4 
der Flexfolie 3 mit einem nichtleitenden Kleber 5 vorge- 
nommen werden. 20 

Bei einem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel sind die 
Druckwerkzeuge 8, 81 gleichzeitig Elektroden eines 
Priifgerates, so daB die Kontaktgebung bereits vor Aus- 
hartung des Klebers getestet werden kann. 

Wie aus der Fig. 5 zu ersehen, ist die flexible Leiterfo- 25 
lie 3 an ihrem einen Ende, das bevorzugt um einiges das 
Substrat 1 uberragt, mit einem Stecker 17 versehen. 
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